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摘要(译)

一种布料电子化的产品及方法。该布料电子化的产品至少要有一封装布
料(1)或热融胶膜当电路版,至少要有一电子组件(3),同时至少要有一传输
线(2)连接到电子组件的导电区(5)。电子组件与传输线连接后再缝在封装
布料或热融胶膜上，或是在传输线贴合或缝在封装布料或热融胶膜的过
程中将电子组件与传输线接通,然后将封装布料缝在服饰布料(1’)上,或是
将热融胶膜融入封装布料或服饰布料中,热融胶膜不见其原先结构且产生
微小化的效果,以上两种方法均可达成电子化服饰排版,封装及绝缘的效果
及走线的过程。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a3593fce-72d2-4ff0-b6cc-8f14a73ddfcd
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050409475/publication/CN103717123B?q=CN103717123B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN103717123B

